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BOITIER SEMI-CONDUCTEUR OPTIQUE BLINDE. 



_ Boitier seml-conducteur optique comprenant un com- 
posant semi-conducteur optique (8) dont une face avant 
pr6sente un capteur optique (1 0) et des moyens d'encapsu- 
latlon delimltant une cavlte dans laquelle est dispose ledit 
composant optique et pr^sentant des moyens de connexion 
4lectrique exterieure (11) de ce connposant semi-conduc- 
teur optique, lesdits moyens d'encapsulation comprenant 
une vitre laissant passer la lumiere vers ledit capteur opti- 
que. Lesdits moyens d'encapsulation (2, 5) comprennent 
des moyens de blindage electromagnetique (23, 24, 28) en 
un mat6riau conducteur de i'6lectrlcit6, connectable ext6- 
rieurement, ces moyens de blindage etant isoles electrique- 
ment des moyens de connexion electrique dudit composant 
optique. 
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BornER SEMI-CONDUCTEUR OPTIQUE BLINDE 

La pr6sente invention conceme le domaine des boitiers semi- 
conducteurs optiques. 

Dans r6tat de la technique, de tels boitiers comprennent une 
cavit6 £tanche dans laquelle est fix6 un composant semi-conducteur 
optique dont une face avant pr^sente un capteur optique, la cavite 
6tant d61imit6e en partie par une vitre s'etendant en avant de ce 
capteur optique* II est en outre connu de fixer, a Text^rieur de la 
cavit€ et sur la vitre, un porte-lentille munie d'une lentille plac6e en 
face du capteur optique. 

Les composants semi-conducteurs optiques etant sensibles h. 
des champs 61ectromagn6tiques, de tels boitiers d61ivrent des signaux 
61ectriques perturbes par de tels champs. 

La pr6sente invention a pour but de proposer un boitier 
semi-conducteur optique am^liorant la quality des signaux electriques 
qu'il doit delivrer. 

D'une mani^re g6nerale, le boitier semi-conducteur optique 
selon rinvention comprend un composant semi-conducteur optique 
dont une face avant pr6sente un capteur optique et des moyens 
d*encapsulation d^limitant une cavit6 dans laquelle est dispos6 ledit 
composant optique et pr6sentant des moyens de connexion 61ectrique 
ext6rieure de ce composant semi-conducteur optique, lesdits moyens 
d'encapsulation comprenant une vitre laissant passer la lumifere vers 
ledit capteur optique. 

Selon I'invention, lesdits moyens d'encapsulation 
comprennent des moyens de blindage 61ectromagn6tique en un 
mat^riau conducteur de T^lectricite, connectable ext6rieurement, ces 
moyens de blindage etant isoles electriquement des moyens de 
connexion 61ectrique dudit composant optique. 
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Selon rinvention, lesdits moyens de blindage sont de 
pr6f6rence au moins en partie int6gr6s dans lesdits moyens 
d'encapsulation. 

Selon rinvention, lesdits moyens de blindage peuvent 
avantageusement envelopper au moins en partie lesdits moyens 
d'encapsulation. 

Selon une variante de Tinvention, lesdits moyens 
d'encapsulation comprennent un support et un couvercle vitr6 dispose 
sur une face firontale de ce support, qui d61imitent entre eux ladite 
cavit6, ledit composant optique 6tant fix6 sur ce support et ce demier 
pr6sentant un r6seau de connexion 61ectrique exterieure de ce 
composant optique, 

Selon rinvention, lesdits moyens de blindage comprennent 
de pref6rence des parties de blindage port6es par ledit support et des 
parties de blindage port6es par ledit couvercle vitr6, ces parties de 
blindage 6tant reli6es 61ectriquement entre elles dans la zone de la 
face frontale dudit support. 

Selon rinvention, ledit couvercle vitr6 est de pr6f6rence fixe 
sur ledit support par une coUe conductrice de r61ectricit€ r6alisant la 
liaison 61ectrique entre eux. 

Selon rinvention, ledit couvercle vitr6 peut avantageusement 
comprendre une vitre dont une face est recouverte au moins 
partiellement d'une couche ou une plaque de blindage en un mat6riau 
conducteur de T^lectricit^ menageant une ouverture situ6e en face 
dudit capteur optique. 

Selon rinvention, ledit couvercle vitre peut avantageusement 
comprendre une plaque en un mat6riau conducteur de relectricit6, qui 
pr6sente une ouverture situ6e en face dudit capteur optique et obstm6e 
par ladite vitre. 

Selon une autre variante de rinvention, lesdits moyens 
d'encapsulation comprennent un support, un couvercle vitr6 dispose 
sur une face frontale de ce support, qui d^limitent entre eux ladite 
cavit6 et un porte-lentille plac6 en avant dudit couvercle vitr6, ledit 
composant optique 6tant fix6 sur ce support et ce demier pr6sentant un 
r6seau de connexion 61ectrique ext6rieure de ce composant optique. 
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Selon rinvention, lesdit moyens de blindage comprennent de 
pr^f^rence des parties de blindage portees par ledit support et des 
parties de blindage portees par ledit porte-lentille, ces parties de 
blindage 6tant relives €lectriquement entre elles dans la zone de ladite 
face frohtale dudit support. 

Selon rinvention, ledit porte-lentille est de pr€f6rence fix6 
sur ledit support par une coUe conductrice de l'61ectricit6 r6alisant la 
liaison 61ectrique entre eux. 

Selon rinvention, ledit porte-lentille est de pr^f^rence muni 
d'une enveloppe ou couche ext6rieure en un mat6riau conducteur de 
r^lectricite constituant sa partie de blindage. 

Selon rinvention, lesdites parties de blindage portees par 
ledit support comprennent de preference au moins un plan de blindage 
int6gr6 s'6tendant en dessous dudit composant optique et des colonnes 
int6gr6es d^bouchant sur la face frontale dudit support. 

La pr^sente ivention sera mieux comprise a r6tude de 
boitiers semi-conducteurs optiques, d6crits k titres d'exemples non 
limitatifs et illustr6s pair le dessin sur lequel : 

- la figure 1 repr^sente une coupe d'un premier boitier seriii- 
conducteur optique selon la pr^sente invention ; 

- la figure 2 repr6sente une vue de dessus, porte-lentille et 
vitre enlev6s, du boitier semi-conducteur optique de la figure 1, 

- la figure 3 reprdsente une vue de dessus, porte-lentille 
enlev6, du boitier semi-conducteur optique de la figure 1 ; 

- la figure 4 repr^sente une coupe d'un second boitier semi- 
conducteur optique selon la pr6sente invention ; 

- la figure 5 repr6sente un troisieme boitier semi-conducteur 
optique selon la pr6sente invention ; 

- et la figure 6 repr6sente un quatrifeme boitier semi- 
conducteur optique selon la pr6sente invention. 

En se reportant aux figures 1 a 3, on voit qu'on a repr6sent6 
un boitier semi-conducteur optique 1 qui comprend un support 2 de 
forme parall6Upip6dique et plat, dans une face duquel est m6nag6 un 
evidement en creux 3, de telle sorte que ce support 2 pr^sente, autour 
de cet dvidement, une face frontale annulaire 4. 
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Ce boitier optique 1 comprend un couvercle vitr6 5 dont la 
p6riph6rie de la face arrifere est en appui et fix6e contre la face 
frontale 4 du support 2, par exemple par une colle. Ainsi, le support 2 
et le couvercle vitr6 5 d61imitent une cavit6 ^tanche d'ehcapsulation 6. 

Dans la cavit6 6 est disposd un composant semi-conducteur 
optique 8, La face arriere du composant optique 8 est fixee par 
exemple par une colle, contre le fond 7 de Tdvidement 3 et sa face 
avant 9, qui s*6tend h distance et parallelement au couvercle vitr6 5, 
pr6sente dans sa partie centrale un capteur optique 10 couvrant par 
exemple une zone carr6e. 

Le support 2, constitu6 par exemple en une matifere 
organique ou c^ramique multi-couches, pr6sente un r6seau interne 11 
dlnter-connexions electriques- Ce r^seau 11 relie des plots internes 12 
plac6s et r^partis sur la parol de F^videment 3 du support 2, h distance 
et k la p6riph6rie du composant optique 8, et des plots extemes 13 de 
connexion 61ectrique ext6rieure places et r6partis sur la face arriere 14 
du support 2. 

Le composant optique 8 pr6sente sur sa face avant 9, a faible 
distance de sa p6riph6rie et k distance du capteur optique 10, des plots 
avant 15 de connexion 61ectrique. 

Les plots internes 12 du support 2 et les plots avant 15 du 
composant optique 9 sont reli6s par des fils 61ectriques 16 dont les 
extr6mit6s sont soud^es sur ces plots. Le composant optique 8 peut 
ainsi Stre reli6 a un organe electrique ext6rieur au travers du support 
2, via le r€seau 11 et les fils 61ectriques 16. 

Le boitier optique 1 comprend en outre un porte-lentille 17, 
ext6rieur k la cavit6 6, qui comprend un plateau annulaire 18 fix6 par 
exemple par collage sur la face avant du couvercle vitr6 5. Dans 
Touverture centrale 19 du plateau 18 est mont6e une bague 20 par 
rinterm6diaire d*un filet age, cette bague 20 portant, dans son passage, 
une lentille optique 21 plac6e en face du capteur optique 10. La partie 
avant de la rondelle 20 determine un diaphragme 22. 

Ainsi, la lumi&re ext6rieure traverse le diaphragme 22, la 
lentille 21 et la vitre 27, au travers de Touverture 28a, pour atteindre 
le capteur optique 10 du composant optique 8. 
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Le boitier optique 1 comprend en outre des moyens de 
blindage 61ectromagn6tique electriquement isoles du reseau de 
connexions electriques 11 du support 2 et constitues de la maniere 
suivantes- 

Le support 2 comprend un plan int6gr6 23 en un mat6riau 
conducteur de T^lectricite, par exemple m6tallique, qui s*6tend 
parallelement k sa face arrifere 14 et une multiplicity de colonnes 
int6gr6es 24 en un mat^riau conducteur de T^lectricite, par exemple 
m6tallique, qui sont r6partis dans le volume p6riph6rique du support 2 
et qui sont relics au plan conducteur 23. Ces colonnes conductrices 24 
d6bouchent sur la. face frontale 4 du support 2 et au moins une de ces 
colonnes d6bouchent sur la face arrifere 14 du support 2 de fagon a 
constituer au moins un plot de connexion 61ectrique exterieure 25. 

Dans le support 2, le plan conducteur int^gre 23 et les 
colonnes conductrices int6gr6es 24 sont agences de fagon a ne pas etre 
en contact avec le r6seau int6gr6 d'inter-connexion 11. En particulier, 
le plan conducteur 23 presente des passages traversants 26 au travers 
desquels passent les lignes d'interconnexion du r6seau 11. 

Le couvercle vitr6 5 comprend une vitre transparente 27 dont 
la face arridre est munie d'une couche 28 en un mat^riau conducteur de 
I'dlectricitd, sauf dans sa partie centrale situ6e en face du capteur 
optique 10 du composant optique 8 de fagon k laisser un passage 28a 
pour la lumifere, 

Sur la face arri^re du couvercle vitrd 5 est fixee par 
rinterm6diaire d'une coUe annulaire conductrice de r^lectricit^ sur la 
face frontale 4 du support 1, de telle sorte que la couche conductrice 
28 est 61ectriquement reli6e aux colonnes conductrices integr6es 24, le 
plateau 18 du porte-lentille 17 6tant fix6 par collage sur la face avant 
de la vitre 27. 

n r6sulte de ce qui pr^cfede qu'en reliant le plot ext6rieur 25 
a une masse, de preference ind^pendante de la masse du composant 
optique, les moyens de blindage constitu6s par le plan conducteur 23, 
les colonnes conductrices 24 et la couche conductrice 28 constituent 
une cage d*isolation 61ectromagn6tique du composant semi-conducteur 
optique 8. 
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En se reportant a la figure 4, on voit qu'on a repr6sent6 un 
boitier semi-conducteur optique 29 qui se diff6rencie du bottier semi- 
conducteur optique 1 de la mani&re suivante. 

Son couvercle vitr6 5 comprend une vitre transparente 30 
dont la p6riph6rie est en appui sur la face frontale 4 du support 2 et 
une couche ou une plaque 31 en un mat6riau conducteur de 
r61ectricit6, placee entre la face avant de la vitre 30 et la face arrifere 
du porte-lentille 17 et pr6sentant une ouverture ou passage 32 situ6 en 
face du capteur optique 10 du composant optique 8, 

Les colonnes conductrices 24 du support 2 d6bouchent en- 
dessous de la partie p^riphdrique du plateau 18 du porte-lentille 17, 
p6riph6riquement au couvercle vitr6 5. Le porte-lentille 17 est fixe au 
support 2 par Tinterrnddiaire d'une coUe annulaire conductrice de 
r61ectricite assurant en outre une liaison 61ectrique entre la couche ou 
plaque conductrice 31 et les colonnes conductrices int6gr6es 24, 

Dans cet exemple, le plan conducteur 23, les colonnes 
conductrices 24 et la couche ou plaque conductrice 31 constituent une 
cage d'isolatipn 61ectromagn6tique du composant semi-conducteur 
optique 8. 

En se reportant k la figure 5, on voit qu'on a repr6sent6 un 
bottier semi-conducteur optique 33 qui se diff6rencie du boitier 
optique 1 d€crit en reference aux figures 1 Si 3 de la maniere suivante. 

Le couvercle vitre 5 comprend une plaque 34 en un mat^riau 
conducteur de r61ectricit6 dont la partie p6riph6rique de la face arrifere 
est fix^e, par une colle annulaire conductrice de Tdlectricit^, sur la 
face frontale 4 du support 2 de fagon h etre reli6e 61ectriquement aux 
colonnes conductrices int6gr6es 24 de ce support 2. 

La plaque conductrice 34 pr6sente une ouverture ou passage 
35 obstru6e par une vitre transparente 36 situ6e en face du capteur 
optique 10 du composant optique 8« 

Le porte-lentille 17 est fix6 par Tinterrnddiaire d'une colle 
sur la face avant de la plaque conductrice 34. 

Dans cet exemple, le plan conducteur int6gre 23, les 
colonnes conductrices 24 et la plaque conductrice 34 constituent une 
cage d'isolation 61ectromagn6tique du composant optique 8- 
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1 En se reportant k la figure 6, on voit qu'on a repr6sent6 un 

boitier semi-conducteur optique 37 qui se differencie du boitier semi- 
conducteur optique 29 d6crit en reference k la figure 4 de la maniere 
suivante. 

5 Le couvercle vitr6 5 comprend uniquement une vitre 

transparente 38 interpos6e entre la face arri^re du porte-lentille 17 et 

la face frontale 4 du support 2. 

Les faces ext^rieures de ce porte-lentille 17 sont recouvertes 

d'une couche 39 en un mat6riau conducteur de r61ectricit6, reli6e 
10 61ectriquement aux colonnes conductrices int6gr6es 24 du support 2 

par rinterni6diair^. de la coUe annulaire conductrice de T^lectricit^ 

fixant le support 2 au porte-lentille 17. 

Dans cet exemple, le plan conducteur int^gr6 23, les 

colonnes conductrices integr6es 24 et la couche conductrice 39 
15 constituent une cage desolation electromagn6tique du composant semi- 

conducteur 8. 

La pr^sente invention ne se limite pas aux exemples ci- 
dessus decrits. Bien des variantes de realisation sont possibles sans 
sortir du cadre d6fini par les revendications annex6es. 
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REVENDICATIONS 
!• Boltier semi-conducteur optique comprenant un 
composant semi-conducteur optique dont une face avant pr6sente un 
capteur optique et des moyens d'encapsulation d6limitant une cavit6 
dans laquelle est dispos6 ledit composant optique et pr6sentant des 
moyens de connexion electrique ext6rieure de ce composant semi- 
conducteur optique, lesdits moyens d*encapsulation comprenant une 
vitre laissant passer la lumifere vers ledit capteur optique, caract6ris6 
par le fait que lesdits moyens d'encapsulation (2, 5, 17) comprennent 
des moyens de blindage 61ectromagn6tique (23, 24, 28, 31, 34, 39) en un 
materiau conducteur de Telectricite, connectable ext6rieurement, ces 
moyens de blindage 6tant isol6s 61ectriquement des moyens de 
connexion electrique dudit composant optique. 

2. Boitier selon la revendication 1, caract6ris6 par le fait 
que lesdits moyens de blindage sont au moins en partie int^gres dans 
lesdits moyens d'encapsulation. 

3. Boitier selon la revendication 1, caract6ris6 par le fait 
que lesdits moyens de blindage enveloppe au moins en partie lesdits 
moyens d'encapsulation. 

4. Boitier selon Tune quelconque des revendications 
pr6c6dentes, lesdits moyens d'encapsulation comprenant un support et 
un couvercle vitre dispose sur une face frontale de ce support, qui 
d61imitent entre eux ladite cavit6, ledit composant optique (8) etant fix6 
sur ce support et ce dernier pr^sentant un r6seau de connexion 
61ectrique ext^rieure de ce composant optique, caract6ris6 par le fait 
que lesdits moyens de blindage comprennent des parties de blindage 
(23, 24) portees par ledit support (2) et des parties de blindage (28, 31, 
34) portees par ledit couvercle vitr6 (5), ces parties de blindage etant 
relives €lectriquement entre elles dans la zone de la face frontale dudit 
support. 

5. Boitier selon la revendication 4, caract6ris6 par le fait 
que ledit couvercle vitre (5) est fix6 sur ledit support par une coUe 
conductrice de r61ectricit6 r^alisant la liaison Electrique entre eux. 
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6. Boitier selon Tune des revendications 4 et 5, caracteris6 
par le fait que ledit couvercle vitre comprend une vitre (27) dont une 
face est recouverte au moins partiellement d'une couche ou une plaque 
de blindage (28, 31) en un mat6riau conducteur de r61ectricite 
m^nageant une ouverture (28a, 32)) situ6e en face dudit capteur optique. 

7. Dottier selon Tune des revendications 4 et 5, caracteris6 
par le fait que ledit couvercle vitr6 comprend une plaque (34) en un 
mat6riau conducteur de I'flectricitd, qui pr6sente une ouverture (35) 
situ6e en face dudit capteur optique et obstru6e par ladite vitre (36). 

8. Boitier selon Tune quelconque des revendications 1 2i 3, 
lesdits moyens d'encapsulation comprenant un support, un couvercle 
vitr6 dispos6 sur une face frontale de ce support, qui d61imitent entre 
eux ladite cavit6 et un porte-lentielle plac6 en avant dudit couvercle 
vitr6, ledit composant optique 6tant fix6 sur ce support et ce dernier 
pr^sentant un r^seau de connexion electrique exterieure de ce composant 
optique, caracterise par le fait que lesdit moyens de blindage 
cpmprennent des parties de blindage (23, 24) port6es par ledit support 
(2) et des parties de blindage (39) port6es par ledit porte-lentille (17), 
ces parties de blindage etant relives 61ectriquement entre elles dans la 
zone de ladite face frontale dudit support, 

9. Bottier selon la revendication 8, caract6ris6 par le fait 
que ledit porte-lentille (17) est fix6 sur ledit support (2) par une colle 
conductrice de relectricit6 r^alisant la liaison dlectrique entre eux. 

10. Boitier selon Tune des revendications 8 et 9, caract6ris6 
par le fait que ledit porte-lentille (17) est muni d'une enveloppe ou 
couche exterieure (39) en un materiau conducteur de l'61ectricite 
constituant sa partie de blindage, 

11. Boitier selon Tune quelconque des revendications 4 a 
10, caracterise par le fait que lesdites parties de blindage portees par 
ledit support comprennent au moins un plan de blindage integr6 (23) 
s*6tendant en dessous dudit composant optique et des coloimes integr^es 
(24) debouchant sur la face frontale (4) dudit support. 
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WO 


9704491 Al 


06-02-1997 












EP 


0842543 Al 


20-05-1998 












OP 


11509687 T 


24-08-1999 


US 


5981945 


A 


09-11- 


-1999 


DE 


19508222 CI 


05-06-1996 








CN 


1135660 A 


13-11-1996 












DE 


59607023 Dl 


12-07-2001 












EP 


0731509 Al 


11-09-1996 












ES 


2158156 T3 


01-09-2001 












OP 


8264843 A 


11-10-1996 



CE 

S 
& 

UJ 
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